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@) ProcM6 de montage de puces ^lectroniques. 

@ Le proc^ de montage de deux puces diectroniques 
(2, 3) superposdes sur un support d*interconnexion 
(1), par exemple un circuit imprim^ consiste k monter les 
deux puces dos k dos. La premiere puce (2) peut 6tre 
connects directement sur le circuit imprimd par finterm^ 
diaire de protuberances de contact prMdposdes (6). alors 
que la deuxidme puce (3) est connectde au support (1) de 
mani6re classique par tils conducteurs (10). La totality de 
rassemblage est finaJement protdg^ par une goutte de rd- 
sine (12). 



2 



3 42 




iNlllllllilll CH 689 217 AS 



CH 689 217 A5 



Description 

La presente invention conceme un precede de 
montage de deux puces 6lectroniques superpos6es 
sur un support d'interconnexion. 

A rheure ou les instruments et appareils electro- 
niques deviennent de plus en plus perfonnants. 
meme sous des volumes de plus en plus reduits, et 
utilisenl des circuits Int6gr6s de plus en plus com- 
plexes, il est Evident que les techniques de monta- 
ge de ces demiers doivent suivre une evolution pa- 
railele. AinsI, dans de nombreuses applications, 
comme les calculatrices de poche. les telephones 
portables, etc.. il devient difficile d'utiliser des cir- 
cuits int6gres en bottier classique. Une solution 
connue consiste k reporter directement les puces 
nues sur le support d'interconnexion (circuit impri- 
me, circuit couche 4paisse ou equivalent). Les con- 
nexions entre les puces et le circuit imprim6 peu- 
vent etre assurees par fil fin (bonding) ou par ther- 
mocompression de protuberances conduclrices 
(bumps) pr^alablement depos6es sur les puces di- 
rectement sur le support d'interconnexion (TAB. Flip 
Chip). R§cemment, il est egalement apparu des 
techniques de montage puce sur puce qui permet- 
tent une miniaturisation encore plus grande, mais 
qui sont souvent d§licates a mettre en oeuvre. 

La presente invention conceme un procede par- 
ticulidrement performant et fiable de montage de 
deux puces superpos6es sur un support d'inter- 
connexion possddant des bornes de contact, cha- 
cune desdites puces comportant une face active 
munie de plages de contact et une face non acti- 
ve. Ce procede est caract^rise par le fait qu'il 
consiste a fixer la face active de la premiere 
puce sur le support, puis fixer la face non acti- 
ve de la deuxieme puce sur la face non active 
de la premiere. 

La fig. 1 represente k titre d'exemple un montage 
comportant deux puces assemblies selon le proc6- 
de faisant t'objet de Tinvention. 

Ce montage comporte un support d'intercon- 
nexion 1, par exemple un circuit imprime multicou- 
ches. Dans cet exemple. les puces de circuits inte- 
gres 2 et 3 sont monties sur la face sup6rieure du 
circuit Imprimi 1. D'autres composants 4, par 
exemple des composants de type CMS, peuvent 
§tre montto sur Tune ou Tautre face du support 1. 
Celui-ci peut §gatement comporter des moyens 
d'interconnexion permettant de le monter sur une 
carte m^re, par exemple des protub6rances 
(bumps) en etain 5 permettant son soudage par re- 
flow. 

La premiere puce de circuit integre 2 comporte 
des protuberances en or 6 fonn6es sur ses plages 
de contact (pads), comme cela se pratique dans la 
technique de TAB. Ces protuberances viennent en 
regard de bomes de contact correspondantes 7 du 
circuit imprime 1 . La puce 2 est done mont6e de 
telle fa^on que sa face active soit toumee du cote 
du circuit imprime 1. 

Ce montage s'effectue de la maniere suivante. 

1. Une couche de colle anisotropique d est depo- 
see a la surface du circuit imprime 1. Cette couche 



peut etre deposee par serigraphie de manidre a 
6pargner les bomes de contact 7. 

2. La puce 2 est ensuite d6posee de telle manie- 
re que les protuberances 6 viennent en regard des 

5 bornes de contact 7. La connexion peut etre assu- 
ree par thermocom presslon ou toute autre mitho- 
de connue. 

3. La rigidite mecantque de Pensemble est assu- 
ree par sechage de la couche de colle 8. 

10 

Avec cette maniere de faire, la face non active 
de la puce 2 est done toum6e vers rextirieur, II est 
ainsi possible d'utiliser cette surface pour fixer la 
deuxieme puce 3. II suffit de deposer une couche 

15 de colle 9 sur cette surface, puis d'y deposer la 
puce 3, sa face active toumee vers Textirieur. La 
puce 3 peut alors etre connectie par bonding ultra- 
sonique avec des fils minces 10 reliant ses plages 
de contact k des zones metallisies correspondan- 

20 tes 11 du circuit imprime 1. Le tout peut etre finale- 
ment recouvert d'une risine de protection 12, de 
type epoxy noire, offrant les caract§ristiques de du- 
ret^ et d'opaciti n^essaires k ce genre de sous- 
ensemble ilectronique. 

25 Ce proced6 de montage puce sur puce compor- 
tant trois couches, soil une couche ^circuit imprime 
- zone active de la premi&re puce» permettant Tin- 
terconnexion entre ces deux elements, une couche 
neutre oD les deux puces sont collies dos k dos, 

30 et une troisi&me couche represents par la zone 
active de la deuxieme puce permettant la con- 
nexion de cette demi&re au circuit Imprime par bon- 
ding, pr6sente de nombreux avantages par rapport 
aux precedes connus. 

35 

a. II est possible de monter. connecter, tester et 
proteger complfetement la premiere puce avant de 
monter la deuxieme. 

b. De ce fait, lorsqu'on monte la deuxieme puce 
40 au dos de la premiere, la surface active de cette 

demiere est entiferement cach§e et ne peut done 
pas etre det6rior6e par une fausse manoeuvre. On 
peut meme, dans certains cas, d^coller la deuxife- 
me puce et la remplacer si ndcessaire. 
45 c. La surface de la deuxieme puce peut etre 
§gate k la surface de la premiere puce. 

Le proced6 selon I'invention pennet done une mi- 
niaturisation extreme tout en garantissant une fiabi- 
50 litd maximum. 

Revendlcatlons 

1. Procede de montage de deux puces 6lectroni- 
55 ques (2. 3) superpos6es sur un support d'intercon- 
nexion (1) possddant des bomes de contact (7), 
chacune desdites puces comportant une face active 
munie de plages de contact et une face non active, 
earaet^rise par le fait qu'il consiste a fixer la face 

60 active de la premiere puce (2) sur ledit support, 
puis £1 fixer la face non active de la deuxieme puce 
(3) sur la face non active de la premiere. 

2. Procede de montage selon la revendication 1. 
caract6rise par le fait que la premiere puce (2) est 

G5 pr§alablement dot§e de protuberances conductrices 
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(6) agencies de maniere a assurer la connexion 
§lectrique entre les plages de contact de ladite 
puce et les homes de contact (7) dudit support d'in- 
terconnexlon. 

3. Proc^dd de montage selon la revendication 2, 5 
caract6ris6 par le fait que lesdites protuberances 
conductrices (6) sont en or. 

4. Proc6de de montage selon Tune des revendi- 
cations 2 et 3, caract§ns§ par le fait que la con- 
nexion entre les protuberances conductrices (6) de 10 
ia premiere puce (2) et les bomes de contact (7) 

du support d'interconnexion (1) est obtenue par 
tfiermocompression. 

5. Proc6d6 de montage selon Tune des revendi- 
cations prec6dentes, caract6ris6 par le fait que la is 
fixation de la premifere puce (2) sur le support d'in- 
terconnexion (1) est obtenue par d^pdt d'une cou- 

che de colle anisotroplque (8). 

6. Precede de montage selon I'une des revendi- 
catlons prec§dentes, caracteris6 par le fait que les 20 
deux puces sont fix6es dos k 60s au nrwyen d'une 
couche de colle (9). 

7. Proc6d6 de montage selon Tune des revendi* 
cations prdcddentes, caract6ris6 par le fait que les 
connexions entre les plages de contact de la 25 
deuxidme puce (3) et des zones m6tains§es corres- 
pondantes (11) du support ^interconnexion sont 
assur6es par des tils conducteurs (10). 

8. Proc6d§ de montage selon Pune des revendi- 
cations pr6c6dentes, caract^risd par le fait qu'une 30 
goutte de r^sine de protection (12) est finalement 
appliquee sur I'assemblage r^alisd. 
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